聯電的溫室氣體管理
第十八條 等級：領先
資料來源：2012年聯電企業社會責任年報告書
聯電設定溫室氣體相關政策、承諾、減量目標，並進行369+ 能資源生產力提升計畫、碳足跡、碳揭露、碳資產等多項措施
企業概述
聯電成立於1980年，為台灣第一家半導體公司，提供先進製程技術與晶圓製造服務，為IC產業各項主要應用產品生產晶片，並為世界晶圓專工技術的領導者，持續推出先進製程技術並且擁有半導體業界為數最多的專利。聯電的客戶導向解決方案能讓晶片設計公司利用本公司尖端製程技術的優勢，包括通過生產驗證的65奈米製程技術、45/40奈米製程技術、混合信號／RFCMOS技術，以及其他多樣的特殊製程技術。聯電在全球約有12,000名員工，在台灣、日本、新加坡、歐洲及美國均設有服務據點，以滿足全球客戶的需求。

案例描
述
1. 溫室氣體減量計畫

· 「減碳333」(2010-2012 年)
為為積極實現環境永續願景與實踐『聯華電子氣候變遷政策』。基於聯電執行產品碳足跡與溫室氣體盤查之結果發現，碳足跡主要來源是製造階段之碳排放，而製造階段之主要排放源為製程上所使用的含氟溫室氣體（FluorinatedCompounds, FCs） 與電力， 因此，2010 年特別訂定『2010-2012 溫室氣體排放減量目標之減碳333』計畫，以

有效達成減碳目標。

於2012 年成功達成減碳333 目標，並且超出減量預定目標。
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· 「369+ 能資源生產力提升計畫」 (2013~2015 年)
2012 年底順利達成減碳333 之目標後，隨即規劃後續之提昇能資源生產力之計畫，於2013 年4 月22 日以實際行動響應世界地球日正式發表。
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· PFCs( 全氟化物氣體) 減量計畫
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· 第二階段(2010-2012 年) 減量計畫成果

UMC 的FCs 減量小組成員在技術、成本與效益的考量下，在眾多減量方法中再次挑戰氣體取代轉換方法，並評估選定以C4F8 取代C3F8 作為本階段的主要減量措施。

· 執行成果

· 達成並超越專案計畫目標，2012 年單位排放量較減少39%，計畫期間累計減碳53.8 萬噸CO2

· 聯電2012 年與2010 年相較，晶圓產能整體上升超過一倍(238%)， 但FCs 氣體之年排放量卻僅為原本的32%
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· FCs 減量 - 未來行動方案

· 新廠新機台採用較低溫室氣體排放的氣體，如CVD 機台採用NF3 氣體與RPS (Remote Plasma System) 設備，以達到最高之利用率及最小的排放量。

· 新廠新機台於後端設置高效率(90% 以上破壞去除率) 之處理設備，確保排放量降至最低。

· 執行SF6 回收研究創新計畫

眾多溫室氣體中SF6 之GWP 值最高( 高達22800)，雖然在半導體產業中之用量相對較低，但聯電仍進一步以創新與環保之思維採取非破壞處理方式進行SF6 之排放減量研究計畫，擬透過蝕刻設備SF6 尾氣以冷凍回收方式進行SF6 純化，預期回收後可再作為其他產業之原料，以達到循環再利用之零廢棄與零排放。
2. 溫室氣體排放量盤查與查證
聯電參照ISO 14064-1 與溫室氣體盤查議定書等國內外機構之盤查指引，建立溫室氣體盤查標準機制，每年定期盤查全公司各廠區之溫室氣體排放量並且通過第三者認證。盤查範圍包含範疇1( 直接溫室氣體排放)、範疇2( 能源間接溫室氣體排放) 之定性與定量盤查及範疇3( 其他間接溫室氣體排放)之主要排放源定性盤查，完整掌握溫室氣體使用現況並且作為減量成效之驗證。
[image: image6.emf]
3. 碳足跡

聯電為IC 產業之上游，協助客戶產出符合環保法規以及對環境友善的優質產品，一直是聯電營運上最重要的信念之一。綠色產品、綠色設計乃至於綠色製程為奠定及推展低碳且環境友善之優質產品之基石。聯電積極執行全方位碳管理計劃，除了公司內部溫室氣體排放量盤查與查證外，亦推動碳足跡盤查計畫。
· 碳足跡盤查
依據產品生命週期評估(LCA) 方法估算主要原材料矽晶圓自提取、製造及生產所造成之溫室氣體排放量，盤查範圍分範疇1、範疇2 及範疇3 之其他間接溫室氣體排放量( 含供應鏈、員工商務差旅、產品使用與廢棄、廢棄物委外處理及外部配送與物流... 等)，聯電範疇3 之溫室氣體排放貢獻量主要來自於供應鏈。

· 2009 年完成全球第一片積體電路晶圓「產品碳足跡」及「產品第三類環境宣告（Environmental Production Declaration,EPD）」盤查，亦展開至全公司各廠執行

· 2010 年由12A 廠代表遵循「PAS2050」 與「ISO 14067CD」國際碳足跡標準，進行12 吋晶圓產品碳足跡盤查。
· 2011 年已完成全公司各廠之碳足跡盤查，聯電將以碳足跡及第三類產品環境宣告為基礎，積極推動綠色供應鏈，協助客戶產出更低環境衝擊之綠色產品，提升整體供應鏈之永續競爭力。

· 2012 年亦完成全公司各廠之碳足跡盤查，對製程與產品碳足跡進行深入研究，開發出可依製程複雜度細分產品碳足跡之方法學。
4. 碳揭露與溝通
為因應國際碳揭露議題，碳排放的管理與碳排放資訊的揭露與溝通成為聯電的重要課題，並運用各種管道致力於國內外碳揭露的溝通和交流：
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5. 碳資產
聯電長期以來與屬於台灣半導體協會會員公司交流討論溫室氣體減量做法外，亦響應參與政府所推動之各項減量政策。2010 年與2011 年環保署分別公告「溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」及「半導體業溫室氣體公告排放強度」，聯電即委請第三方查驗機構針對過去多年來的溫室氣體減量成效進行查證以確認執行成果，同時亦與TSIA 會員公司共同合作進一步研擬半導體業FCs 氣體減量方法學。
· 2012 年執行成果

·  2012 年聯電與工研院及TSIA 會員公司所共同研擬之半導體業FCs 氣體減量方法學已通過查驗機構之評估，未來待此減量方法學經政府審查通過後，聯電將可據此進行抵換專案減量額度申請。

· 2000 年至2011 年間聯電各廠之溫室氣體減量績效，依據公告之法規標準在查驗機構查證後共達288.9 萬噸 CO2e( 註：目前已提送環保署審查中)
